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ALAPFOGALMAK | - SZIGETELO ALAPU

INTEGRALT ARAMKOROK

A szigetel6 alapu integralt aramkori hordozokon az

elemek 6sszekotésére szolgald vezetékmintazatot, az
ellenallasok jelentds részét és egyes tovabbi passziv
elemeket a szigetel6 lemez feliiletén integralt

formaban rétegtechnolégiaval allitjuk el6.

Az alkalmazott technologia alapjan kétféle hordozét
kiildnboztetlink meg: vastagréteg és vékonyréteg IC.

Ha tovabbi alkatrészeket (Un. hibrid elemeket) is
beultetlink a szigeteld alapu integralt aramkdrbe, akkor

az aramkort hibrid IC-nek nevezziik.
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ALAPFOGALMAK Il - VASTAGRETEG

Vastagréteg: 5-70 um vastagsagu réteg, amelyet
szitanyomtatassal és hdkezeléssel paszta allagu

anyagbdl hoznak l|étre, altaldban keramiara
(ritkébban Gvegre, sziliciumra, passzivalt fém-
fellletre) vagy miianyag hordozora.
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ALAPANYAGOK |

» Vastagréteg pasztak: kolloid szuszpenzié tipusu
anyagok a kdvetkezd 0sszetevokkel

« funkcionalis fazis (amely a vastagréteg alaptulajdonsagait szabja
meg),

« szervetlen és/vagy szerves kétéanyag,
+ olddszerek.

» Arétegben visszamaradé kétéanyag

tipusa szerint megkulonboztetiink:
« szervetlen (lveg, Uveg-keramia, ill. reaktiv)

vastagréteg pasztakat,

» szerves (polimer) vastagréteg pas: ékat\._/_

X-BMEETT
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ALAPANYAGOK I

» Vastagréteg hordozok: vastagréteg aramkoroket

elbre elkészitett hordozokon hozzuk létre:
keramiak (szervetlen és szerves pasztakhoz),

« aluminium-oxid (Al,O3)

+ berilium-oxid (BeO)

« aluminium-nitrid (AIN)
passzivalt fémhordozok

(szervetlen kotéanyagu és polimer pasztakhoz),
* miianyagok (csak polimer pasztakhoz):

+ epoxi alapu hajlékony vagy merev
(pl. Uvegszal er6sitésli FR4) hordozdk
 poliimid folia

* poliészter félia

X-BMEETT
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INTEGRALT ALKATRESZEK

» Vastagréteg integralt alkatrészek: a vastagréteg
aramkorokben megvaldsithaté passziv alkatrészek a
kovetkezbk:

huzalozasi palyak,
huzalkeresztez6dések
és szigeteld rétegek,
kontaktus felliletek;
kondenzatorok,
induktivitasok,
ellendllasok (allandé értékd, hdmérsékletfliggd NTC és
PTC, fesziiltségfliggd tipusok),
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POLIMER VASTAGRETEG  Thél¢s polimer linc
TECHNOLOGIA

Alapanyagok (pasztak) sszetétele:
+ Funkcionalis fazis:
* Vezeténél Ag v. Cu
» Kontaktus ill. ellenallaspasztanal C
* Polimer két6anyag:
* Hére lagyuld (termoplasztik): linearis
lancok
* Hére keményedd
(termoset): térhalésodd
* UV-re keményedd

+ Oldoszer
L " . o]
Linearis polimer lanc
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POLIMER VASTAGRETEGEK

Rétegfelvitel: o
Szitanyomtatas (szalagnyomtatas) E
Pihentetés

Kikeményités
« Poliészteren termoplasztik: 120°C/15perc ¢
» Poliimiden termoszet: 120°C/15perc t

+ 180-350°C/100-180perc
* UV-rendszer:

UV megvilagitas

+ 120-150°C/15-60perc

% BMEETT Polimer és tobbréteg(i vastagrétegek 9/32

Polimer és tobbrétegl vastagrétegek



VASTAGRETEG TECHNOLOGIAK

SZITANYOMTATAS
0. Kes Paszta A szitanyomtatds lépései:
P h 0. a paszta felkenése a
=~ Hordozé szitara, a hordozo
v, elhelyezése és
pozicionalasa
1. a nyomtatokés végig
1. gorgeti a pasztat a szitan

2. a szita felemelkedése a
hordozorol.

3. Pihentetés
2 szobahomérsékleten, a
Felnyomtatott
3. — e

paszta teriilése
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SZALAGNYOMTATAS

Myomiatdkés

Paszta - _— Szita
[ y

Folia —_ =

|
Tovabbitdhenger
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FELULETSZERELT ALKATRESZEK
HAJLEKONY HORDOZOKON

Alaktrészek rogzitési lehetéségei:
* Mechanikai rogzités (ritkdn hasznalt)
* Vezetd ragasztok:
« izotrép (leggyakrabban alkalmazott)
« anizitrop (f6leg chipek rogzitésére)
* Forrasztas (csak poliimid foliara)

Forrasz STD Hé
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Hordozé Hé
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MECHANIKAI ROGZITES HAJLEKONY

FOLIAN Villamos kontaktus DIL IC tok
azIC lab
kiszélesedésénél
Félia Ag réteg
)
L7 J\ﬂjg
\ . Merevitd
1! elalel o\ Sl
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FELULETSZERELT ALKATRESZEK

RAGASZTASA HAJLEKONY HORDOZORA

Vezeté

Diszkrét alkatrészek ragaszto

szerelése vezetd

ragasztassal Félia

Alkatrész
Ag réteg

Vezetd ragasztok:
miigyanta + vezet6 fazis.

Kiviteli tipus szerint:
Paszta és Film

Vezetési tulajdonsag
szerint:

Izotrop és anizotrop

X-BMEETT
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FIIP CHIP RAGASZTASA (IZOTROP)

Alatoltés

Membran

Flip chip

Polimer vezet6
ragaszté bump

Ag réteg

X-BMEETT
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CHIP ON FELX)

ANIZOTROP VEZETO RAGASZTOK (FLIP {

Anizotrép Flip chip
Kontak ragaszto film /

o_pta tus Vezeté gombok /
feliilet

Térhalositas:
Melegités és mechanikai

nyomas egylttes
alkalmazasaval

Hordozo
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IC BEULTETES KERETBEN (TAB)

Keret 'Glob-Top"

Anizotrép védelem
ragasztd \ /\
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FELULETSZERELT ALKATRESZEK
FORRASZTASA POLIIMIDEN

A hajlékony félidk koziil a forrasztas egyediil a
héallé poliimid folian valésithaté meg.

(Poliimid max. hékezelési hém. ~370°C)

¥
Alkalmazhato forrasztasi technikak: ?{ 3
 Ujradmlesztéses forrasztas .
« Lézeres forrasztas (Uj technologia)

Forrasz SHb Hé
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POLIMER VASTAGRETEG
ALKALMAZASOK

Olcso, szérakoztatd - "5 L1
elektronika passziv halozatai Ill'l. ||I| "I
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merev NYHL-en |I
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3 Autoelektronika:

| tikorfiits, Glésfts foliak
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POLIMER VASTAGRETEG

ALKALMAZASOK

Hajlékony 0sszekottetés-halézatok mozgo elemekhez,
és 3D-s aramkorok

™
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DC motor interfész
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POLIMER VASTAGRETEG

ALKALMAZASOK

Klaviaturak, azok kiegészité elemeivel
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KLAVIATURA TiPUSOK: TOBBRETEGU
MEMBRANKAPCSOLO

Polimer félia

Vezetd kontaktus

Polimer és tobbrétegii vastagrétegek
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Szigetel6 tavtarto
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KLAVIATURA TiPUSOK: DOMBORITOTT
MEMBRANKAPCSOLO

Polimer félia
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ERINTKEZO-NYELVES DOMBORITOTT
MEMBRANKAPCSOLO

Szigeteld tavta
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POLIMER VASTAGRETEGEK JELLEMZOI

Paraméter Keramia alapu Polimer vastagréteg
vastagréteg
TK, ppm/°C +50... £100 +200... £500
Szoras, R, % +20... 30 +70... £100

Stabilitas (1000h)

<0,5%(150°C)

<3...5%(80°C)

Vonalfelbontas

0,2...0,1mm

0,5...0,3mm

El6all. kéltség

Draga, kézepes

Nagyon olcs6

XBMEETT
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A TOBBRETEGU KERAMIAK TiPUSAI

1. MLC (MultiLayer Ceramic):
- anyaga keramia, féként Al,O,
- technolégidja a keramia tokoktol szarmazik

- hékezelése magas, keramia szinterelési hémérsékleten >1500 C°-on

- integralt alkatrészek nem készitheték

- mas néven: HTCC (High Temperature Cofired Ceramic)

2. MLGC (MultiLayer Glass Ceramic):
- anyaga Uveg-keramia
- technoldgidja vastagréteg kompatibilis

- hékezelése alacsony, vastagréteg beégetési
- integralt és eltemetett R, L, C elemek készitheték
- mas néven: LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic)

hémérsékleten
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. Huzalozasi
SZERKEZETUK palyak
MLC (HTCC) Keramia
Atvezetd
oszlop viak
Eltemetett
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HTCC KERAMIA (PELDA)

XBMEETT Polimer és 6]
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Chip

SZERKEZETUK
MLGC (LTCC)

Vastagréteg ellenallas

' _SMD
T ellenallas

VIA

Eltemetett
ellenallas

Eltemetett
jelvezeték

Dielektrikum

réteg \

Eltemetett

Eltemetett ‘

elektroda

o

kapacitas
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Eltemetett
induktivitas
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LTCC KERAMIA (PELDA)

X-BMEETT
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SPECIALIS KERAMIA HORDOZOK

DBC (Direct Bonded Copper) A keramiara laminalt réz,
magas hémérsékletii
hékezeléssel rogzitve, foto-

litografiaval mintazva.

Nagyaramu

alkalmazasoknal elényos,
nagy aramterhelhetésége
és jo hovezetése miatt

Ez nem vastagréteg

aramkor!
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KITEKINTES

Legujabb LTCC alkalmazasok és trendek:

* LTCC hordozéba eltemetett mikrofludika hiités céljabél
és szenzorikai alkalmazasok céljabél.

+ Un.,,Zero Shrinkage” nem zsugorodé LTCC keramiak
fejlesztése.

+ Rétegszam és a komplexitas (rajzolatfinomsag)
novelése.

« Passziv elemek eltemetése.

« Specialis hordozék (RAM acél, stb.)
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